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Pfipojovaci materialy CSN

pro elektronickou montaz - EN 61190-1-3
Cést 1-3: Pozadavky na péjeci slitiny
pro elektroniku a na tavidlové

a beztavidlové tuhé pajky pro pajeni 359320
v elektronice

idt IEC 61190-1-3:2002

Attachment materials for electronic assembly -

Part 1-3: Requirements for electronic grade solder alloys and fluxed and non-fluxed solid solders for
electronic soldering

applications

Matériaux de fixation pour les assemblages électroniques -

Partie 1-3: Exigences relatives aux alliages a braser de catégorie électronique et brasures solides
fluxées et non-fluxées

pour les applications de brasage électronique

Verbindungsmaterialien fur Baugruppen der Elektronik -

Teil 1-3: Anforderungen an Elektroniklote und an Festformlote mit oder ohne Flussmittel flr das Loten
von

Elektronikprodukten

Tato norma je Ceskou verzi evropské normy EN 61190-1-3:2002. Evropska norma EN 61190-1-3:2002
ma status Ceské technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 61190-1-3:2002. The European
Standard EN 61190-1-3:2002 has the status of a Czech Standard.

© Cesky normaliza¢ni institut,

2003 66473
Podle zakona €. 22/1997 Sb. sméji byt Ceské technické normy rozmnozovany

a rozsifovany jen se souhlasem Ceského normaliza¢niho institutu.
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Narodni pfedmluva

Citované normy

IEC 60194:1999 zavedena v CSN IEC 60194:2000 (35 9002) N&vrh, vyroba a osazovani desek s
ploSnymi spoji - Terminy a definice

IEC 61190-1-1 zavedena v CSN EN 61190-1-1 (35 9320) Pfipojovaci materialy pro elektronickou
montéz - Cast 1-1: Pozadavky na pajeci tavidla pro vysoce kvalitni propojovéni v elektronické montazi
(idt EN 61190-1-1:2002)

IEC 61190-1-2 zavedena v CSN EN 61190-1-2 (35 9320) Pfipojovaci materiély pro elektronickou
montaz - Cast 1-2: PoZadavky na péjeci pasty pro vysoce kvalitni propojovani v elektronické montazi
(idt EN 61190-1-2:2002)

ISO 9002 nezavedena, nahrazena 1SO 9001:2000 zavedenou v CSN EN 1SO 9001:2001 (01 0321)
Systémy managementu jakosti - Pozadavky (idt EN ISO 9001:2000)

ISO 9453:1990 zavedena v CSN EN 29453:1996 (05 5605) Pajeni. Slitiny pro mé&kké pajeni. Chemické
sloZzeni a dodavané tvary (idt ISO 9453:1990)

ISO 9454-1 zavedena v CSN EN 29454-1 (05 0046) Tavidla pro mékké pajenti - Klasifikace a
poZzadavky - Cast 1: Klasifikace, oznatovani a balenf (idt ISO 9454-1:1990, idt EN ISO 9454-1:2000)

ISO 9454-2 zavedena v CSN EN 1SO 9454-2 (05 0047) Tavidla pro mékké péjeni - Klasifikace a
pozadavky - Cast 2: PoZadavky na provedeni (idt ISO 9454-2:1998, idt EN ISO 9454-2:2000)

Informativni GUdaje z IEC 61190-1-3:2002

Mezinarodni norma IEC 61190-1-3 byla pfipravena technickou komisi IEC TC 91: Technologie
elektronické montaze.

Text této normy vychazi z téchto dokumentd:

FDIS Zprava o hlasovani
91/279/FDIS 91/289/RVD

Uplné informace o hlasovani pfi schvalovani této normy je mozné nalézt ve zpravé o hlasovani
uvedené v tabulce.

Tato publikace byla navrzena v souladu se Smé&rnicemi ISO/IEC, Cést 3.
Pfiloha A je pouze informativni.
Pfiloha B je nedilnou soucasti této normy.

Komise rozhodla, Ze obsah této publikace zlstane nezménén do roku 2007. Po tomto datu bude
publikace:

Znovu potvrzena;



zrusena;
nahrazena revidovanym vydanim nebo
zménéna.
Upozornéni na narodni poznamky
Do normy byly k ¢lankdim 4.5 a A.1.1.2 doplnény informativni narodni poznamky.
Vypracovani normy
Zpracovatel: Anna Jurdkovad, Praha, ICO 61278386, RNDr. Karel Jurék, CSc.
Technicka normalizacni komise: TNK 102 Soucastky a materialy pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovnik Ceského normaliza¢niho institutu: Ing. Zuzana Nejezchlebové, CSc.
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EVROPSKA NORMA EN 61190-1-3
EUROPEAN STANDARD Cerven 2002

NORME EUROPEENNE
EUROPAISCHE NORM

ICS 31.190

Pfipojovaci materialy pro elektronickou montaz

Cést 1-3: Pozadavky na péjeci slitiny pro elektroniku a na tavidlové

a beztavidlové tuhé pajky pro pdjeni v elektronice

(IEC 61190-1-3:2002)

Attachment materials for electronic assembly

Part 1-3: Requirements for electronic grade solder alloys and fluxed and
non-fluxed solid solders for electronic soldering applications

(IEC 61190-1-3:2002)

Matériaux de fixation pour les assemblages Verbindungsmaterialien fur Baugruppen

électroniques der Elektronik
Partie 1-3: Exigences relatives aux alliages a  Teil 1-3: Anforderungen an Elektroniklote und
braser an Festformlote mit oder ohne Flussmittel fir

de catégorie électronique et brasures solides das

fluxées et non-fluxées pour les applications Loten von Elektronikprodukten
de brasage électronique (IEC 61190-1-3:2002)

(CEI 61190-1-3:2002)

Tato evropska norma byla schvalena CENELEC 2002-06-01. Clenové CENELEC jsou povinni spinit
Vnitrni predpisy CEN/CENELEC, v nichz jsou stanoveny podminky, za kterych se musi této evropské
normé bez jakychkoliv modifikaci dat status narodni normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize obdrzet na
vyZzadani v Ustfednim sekretariatu nebo u kteréhokoliv ¢lena CENELEC.



Tato evropska norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena clenem CENELEC do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a
kterou notifikuje Ustfednimu sekretaridtu, méa stejny status jako oficidlni verze.

Cleny CENELEC jsou narodni elektrotechnické komitéty Belgie, Ceské republiky, Dénska, Finska, Francie,
Irska, Islandu, Italie, Lucemburska, Madarska, Malty, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska,
Rakouska, Recka, Slovenska, Spojeného kralovstvi, ©panélska, ©védska a ©vycarska.

CENELEC
Evropsky vybor pro normalizaci v elektrotechnice
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europaisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
Ustiedni sekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel
© 2002 CENELEC. VeSkera prava pro vyuziti v jakékoli formé a jakymikoli prostredky
jsou celosvétové vyhrazena ¢lenlim CENELEC.
Ref. €. EN 61190--
-3:2002 E
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Predmluva

Text dokumentu 91/279/FDIS, budouci prvni vydani IEC 61190-1-3, pripraveny v technické komisi IEC TC
91 Technologie elektronické montaze, byl predlozen IEC-CENELEC k paralelnimu hlasovani a byl
schvalen CENELEC jako EN 61190-1-3 dne 2002-06-01.

Byla stanovena tato data:

- nejzazsi datum zavedeni EN na narodni Grovni
vydanim identické narodni normy nebo vydanim
oznameni o schvaleni EN k pfimému pouzivani

jako normy narodni (dop) 2003-03-01

- nejzazSi datum zruSeni narodnich norem,
které jsou s EN v rozporu (dow)  2005-06-01

Prilohy oznacené jako ,normativni“ jsou soucasti této normy.

Prilohy oznacené jako ,informativni“ jsou pouze informativni.

V této normé jsou pfilohy B a ZA normativni a pfiloha A je informativni.
Prilohu ZA doplnil CENELEC.

Oznameni o schvélenf{



Text mezinarodni normy IEC 61190-1-3:2002 byl schvalen CENELEC jako evropska norma bez

jakychkoliv modifikaci.
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1 Rozsah platnosti

Tato ¢ast IEC 61190 popisuje pozadavky a zkuSebni metody na pajeci slitiny pro elektroniku, na
tavidlové a beztavidlové tyCové, paskové a praskové pajky, jiné nez pajeci pasty, pro pajeni v
elektronice a rovnéz pro specialni pajky jakosti pro elektroniku. Kmenové specifikace pajecich slitin a
tavidel jsou uvedeny v ISO 9453, ISO 9454-1 a ISO 9454-2. Tato norma je dokumentem pro fizeni
jakosti a neni urcena, aby se vztahovala pfimo na chovani materialu ve vyrobnim procesu.

Specialni pajky pro elektroniku zahrnuji vSechny péjky, které nesplfuji pIné pozadavky standardnich
slitin pro pajeni a materiall pro pajeni zde uvedenych. Prikladem specialnich pajek jsou anody, ingoty

predtvarované pajky (preformy), ty¢e s ha¢kovym nebo o¢kovym zakoncéenim, vicendsobné slitinové
praskové pajky, atd.

2 Normativni odkazy

Pro pouzivani tohoto dokumentu jsou nepostradatelné nize uvedené odkazy. U datovanych odkazl se
pouZiji pouze citovana vydani. U nedatovanych odkazl se pouZije posledni vydani citovaného
dokumentu (v€etné jakychkoliv zmén).

IEC 60194:1999 Navrh, vyroba a osazovani desek s ploSnymi spoji - Terminy a definice
(Printed board design, manufacture and assembly - Terms and definitions)

IEC 61190-1-1 Pfipojovaci materialy pro elektronickou montdz - Cast 1-1: Pozadavky na pajeci tavidla
pro vysoce kvalitni propojovani v elektronické montazii)

(Attachment materials for electronic assembly - Part 1-1: Requirements for soldering fluxes for high-
quality interconnections in electronics assembly)

IEC 61190-1-2 Pfipojovaci materialy pro elektronickou montaz - Cast 1-2: Pozadavky na pajeci pasty
pro vysoce kvalitni propojovani v elektronické montazi?

(Attachment materials for electronic assembly - Part 1-2: Requirements for solder pastes for high-
quality interconnections in electronics assembly)

ISO 9002 Systémy jakosti - Model zabezpecovani jakosti pfi vyrobé, instalaci a servisu
(Quality systems - Model for quality assurance in production, installation and servicing)
ISO 9453:1990 Slitiny pro mékké pajeni - Chemické slozeni a tvary

(Soft solder alloys - Chemical composition and forms)

ISO 9454-1 Tavidla pro mékké pajeni - Klasifikace a pozadavky - Cést 1: Klasifikace, ozna¢ovani a



baleni

(Soft soldering fluxes - Classification and requirements - Part 1: Classification, labelling and
packaging)

ISO 9454-2 Tavidla pro mékké pajeni - Klasifikace a pozadavky - Cast 2: Pozadavky na provedeni (Soft
soldering fluxes - Classification and requirements - Part 2: Performance requirements)

-- Vynechany text --



